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(57)  Erstens wird durch eine geeignete Formgebung

erreicht:
-dass anden Lotpins seitliche Schultern angebracht wer-
den, um zu erreichen, dass der Korper des Kontaktele-

ments nicht direkt auf der Leiterplatte, sondern mit Ab-

stand zu dieser montiert wird. Durch diese Art der Mon-
tage wird erreicht, dass die thermische Energie, die an
die Lotstelle eingebracht wird, nicht durch die Masse des

Kontaktelements abgeleitet wird und somit verhindert

Fig. 2

wird, dass kalte Lotstellen entstehen

- dass die funktionell nicht notwendige Masse des Ver-
bindungselements eliminiert wird, um die fur die Létung
notwendige thermische Energie zu reduzieren und folg-
lich kalte Lotstellen zu vermeiden.

Zweitens wird durch eine besondere Formgebung
der Lotpins erreicht, dass die Scherkrafte erhdht werden
und somit das am Kontaktelement zuldssige Drehmo-
ment erhdht wird.
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Legende Fig. 2:

[a] ... Leiterplatte
[b] ... Létpin

[c] ... Meniskus der guten Lotverbindung
If] ... Massereduzierung durch Vérjlingung
[d] ... Schultern an Pins als Anbstandshalter
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf die optimale
Formgebung von Kontaktelementen, welche mittels
Hand- oder Wellenlétung auf eine Leiterplatte gel6tet
werden. Solche Kontaktelemente werden Ublicherweise
als Schraub- oder Steckverbindungen ausgefiihrt. Bei
Schraubverbindungen werden diese vorwiegend mit ei-
nem Drehmoment, bei Steckverbindungen hingegen
meist mit einem Kippmoment belastet. Die Belastbarkeit
hangt direkt von der Qualitat der Létverbindung ab.
[0002] Die grundsatzliche Problematik bei Létungen
von Kontaktelementen besteht darin, dass diese eine re-
lativ grolRe Masse besitzen, daher ist der thermische En-
ergieaufwand zum Schmelzen des Létmittels und zur Be-
netzung der Létpins relativ hoch. Wenn jedoch die L6t-
stelle nicht mitausreichend thermischer Energie versorgt
wird, dann entstehen sogenannte kalte Létstellen, wel-
che die Haftung des Kontaktelements auf der Leiterplatte
stark verringern und den elektrischen Ubergangswider-
stand derart erh6hen, dass es zum Abbrennen der Lei-
terplatte kommen kann.

[0003] Die handelstblichen Kontaktelemente, wie sie
von der Firma Wirth Elektronik vertrieben werden [Fig.
1], haben den technischen Nachteil, dass diese direkt
auf der Leiterplatte [a] aufliegen, daher praktisch als
Kuhlkorper fur die Leiterplatte fungieren und folglich beim
Létvorgang die thermische Energie der Lotstelle entzie-
hen.

[0004] Ein weiterer Nachteil dieser handelsiblichen
Kontaktelemente ist, dass die relativ diinnen Loétpins [b]
in groBer Anzahl eng beieinanderliegend angebracht
sind. Dies hat zur Folge, dass es flir die Lotwelle praktisch
unmoglich ist, die einzelnen Pins zu umspulen, um einen
sogenannten "Meniskus" [c] zu bilden, was fir eine gute
Létung erforderlich ist. Es entstehen zwischen den Pins
kalte Létstellen in Form von tropfenartigen Gebilden [d].
[0005] AuRerdem werden die L6tpins vom Koérper des
Kontaktelements vollkommen verdeckt. Daher Ist es un-
moglich, von der Bautellseite her festzustellen, ob das
Létzinn in der metallisierten Bohrung entlang dem Létpin
hochgestiegen ist, wie dies von der IPG-Norm gefordert
wird.

[0006] Ein Ziel der Erfindung besteht darin, dem Kon-
taktelement eine derartige Form zu geben, dass die fiir
die L6tung notwendige thermische Energie von der L6t-
stelle, das heil’t vom Loétpin und der Leiterplatte, nicht
abgeleitet wird, somit vermieden wird, dass kalte Lotstel-
len entstehen.

[0007] Dieswird einerseits dadurch erreicht, indem die
funktionell nicht notwendige Masse, bei gleichbleiben-
den mechanischen Eigenschaften gezielt (z.B. durch
Verjiingung des Kérpers des Kontaktelements) so redu-
ziert wird, dass die fur die Létung aufzuwendende ther-
mische Energie minimalisiert wird.

[0008] Andererseits besteht die Erfindung darin, die
Lotpins [b] ander Unterseite der Kontaktelemente seitlich
mit Schultern [g] zu versehen, um zu vermeiden, dass
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der Korper des Kontaktelements direkt auf der Leiterplat-
te aufliegt und somit dieser thermische Energie der L6t-
stelle entzieht. Diese Schultern fungieren als Warmefal-
len.

[0009] Eine weitere Eigenschaft der Erfindung ist es,
die Lotpins am Umfang des Kontaktelements und nicht
unter diesem anzubringen, so dass die Ldtpins nicht vom
Korper des Kontaktelements tiberdeckt werden. Dies er-
moglicht es, von der Bauteilseite her das Hochstelgen
des Létzinns entlang dem Létpln [Fig.2 h] visuell zu ve-
rifizieren.

[0010] Weiters ist bei den handelstblichen Kontakte-
lementen problematisch, dass wegen der besseren L6t-
barkeit die L6tplns, die einen quadratischen oder runden
Querschnitt haben, so diinn als méglich gehalten wer-
den. Dies wirkt sich jedoch nachteilig auf das maximal
anwendbare Drehmoment aus.

[0011] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung
ist, durch entsprechende Formgebung des Querschnitt-
profils der Lotpins die mechanische Belastbarkeit des
geléteten Kontaktelements beziiglich des Drehmoments
zu erhdhen, ohne dass die Querschnittflache der Pins
selbst erhoht wird. Dies wird dadurch erreicht, dass die
Létplns nicht quadratisch oder rund ausgefiihrt werden,
sondern eine rechteckahnliche Form [Fig.3 b] haben, wo-
bei die Langsseite axial am Umfang des Kontaktele-
ments angeordnet ist. Durch eine derartige Formgebung
der Pins erhéhen sich die auf diese wirkenden Scher-
krafte um ein mehrfaches, somit kann das Kontaktele-
ment mit einem héheren Drehmoment belastet werden.

Patentanspriiche

1. Kontaktelement, welches mittels eines Lotmittels an
eine Leiterplatte (a) gel6tet wird, wobei das Kontak-
telement einen Grundkérper und mehrere Lotpins
(b) umfasst, die durch Offnungen der Leiterplatte (a)
gesteckt und von einer Unterseite der Leiterplatte
(a) angeldtet werden, dadurch gekennzeichnet,
dass an einer der Literplatte (a) zugewandten Seite
des Kontaktelements Distanzelemente vorgesehen
sind, die an der Oberseite der Leiterplatte (a) zu lie-
gen kommen und als Abstandhalter fir den Grund-
kérper zur Leiterplatte (a) dienen.

2. Kontaktelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Distanzelemente als an
den Létpins (b) vorgesehene seitliche Schultern (g)
realisiert sind.

3. Kontaktelement nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schultern (g) auf einer Fla-
che der Leiterplatte (a) aufliegen, die kleiner ist als
die frei schwebende Flache des Grundkérpers, wel-
che der Oberseite der Leiterplatte (a) im Abstand
gegentberliegt.
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Kontaktelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Létpins (b) im Bereich des Umfangs des Grundkor-
pers angeordnet sind, so dass die Létqualitat von
der Oberseite der Leiterplatte (a) visuell gepriftwer- 5
den kann.

Kontaktelement nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kontaktelement keine Lotpins (b) aufweist, die so 10
angeordnet sind, dass sie nicht von der Oberseite

der Leiterplatte (a) visuell gepruft werden kénnen.

Kontaktelement nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 1715
Grundkorper einen Kopfabschnitt, einen Fulab-
schnitt und einen dazwischen liegenden, verjiingten
Abschnitt (f) aufweist, der einen kleineren Quer-
schnitt hat als der Kopfabschnitt und der FulRab-
schnitt. 20

Kontaktelement nach einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lotpins (b) eine rechteckdhnliche Form mit einer
Langsseite und einer Querseite aufweisen, wobei 25
die Langsseite der Létpins (b) in Umfangsrichtung
angeordnet ist.
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Legende Fig. 1: ~

[a] ... Leiterplstte

bl ... Létpin

¢} ... Meniskus der guten Létverbindung

[d] ... Tropfen der kalten Lotstelle

[e] ... Uherdeckung des Pins durch den Kdrper
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Legende Fig. 2;

[a] ... Leiterplatte

[b] ... Létpin

[c] ... Meniskus der guten Létverbindung

If] ... Massereduzierung durch Veérjiingung
[g] ... Schultern an Pins als Anbstandshalter

Fig. 3

Legende Fig. 3;

{bl ... Ldpin mit rechteckahnlichem Querschnitt
0] ... seitliche Schultern des Lotpins
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